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摘要(译)

本发明公开了一种电激发光面板的制造方法，目的在于有效率地制造有
机EL面板，其将经由干燥剂涂布(S11)、烘烤(S12)、UV洗净(S13)、UV
封胶涂布(S14)后的对向基板，以及形成有EL元件的元件基板，在真空中
填充硅油等的封装用液体而加以黏合(S15)。之后由于释放于大气中，而
使对向基板与元件基板依预定间隙相互吸着，故在此以UV照射而使UV封
胶硬化(S16)。由此方式，即可以简单的制造方法将封装用液体封入于对
向基板与元件基板之间。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9fdd8ba1-e926-4967-9b78-dde48ba06809
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019123846/publication/CN1411323A?q=CN1411323A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1411323

